
面向AI数据中心的高性能电子设备，给SMT表面贴装工艺带来了全新挑战。

新一代服务器机柜采用大尺寸、重型及厚型PCB板，板上集成了各类电子元器件，包含集成电
路、电解电容，其中被动元器件数量尤为庞大。这类元器件不仅贴装密度极高，还常需以非标
准角度贴装。此外，在贴装TPU、GPU等BGA核心元器件前，必须先完成垫片等辅助元器件的
贴装与检测。此类大尺寸重型BGA互连点数量极多，焊球数量轻松超过20,000颗。作为高价
值装配产品，其制造过程必须满足全程零缺陷要求。

ASMPT SMT解决方案部的SIPLACE贴片机可完美应对上述各项挑战。

面向先进AI数据中心
电子设备的高端装配方案

助力高性能计算(HPC)PCB制造

适用于HPC SMT生产卓越的贴片机内置解决方案

PCB传送与顶针支撑贴片机 贴装头 供料选件 编程系统 图像处理系统

TWIN VHF：专用于大尺寸
重型元器件贴装

SIPLACE智能供料器 智能顶针支撑 基于导入数据定义
元器件外形

CP20：最高贴装速度

CPP：出色的灵活性

SIPLACE华夫盘
交换器

重载传送带 WORKS Programming
（支持虚拟产品构建）

 

具备机内检测功能



程序控制
微型元器件数量庞大，且BGA焊点
结构复杂，为创建贴装程序带来极
大挑战。

传送系统
超大尺寸电路板需实现稳定输
送、可靠支撑与精准固定。

供料方案
智能元器件供料器和托盘装置，可
保障物料稳定可靠供给。

质量控制
贴片机内置检测功能，可检验焊球尺寸、垫片位置、有无异物，以及元器
件或物料模块板共面度、翘曲度。

贴装头
既要完成数千个微型元器件精准角度、精准位置的贴装，也需实现超大超
重BGA元器件的零缺陷贴装。

零缺陷装配流程，需要对所有工序进行精准控制。

SIPLACE贴片机专为精准满足上述要求而设计，实现从取料到贴装的全流程
管控。

ASMPT助力HPC制造：一体化SMT生产及机内检测

AI与HPC电子产品装配要求

HPC产品SMT生产工艺链
基于成熟技术，构建零缺陷装配工艺。 

创建贴装程序
BGA拾取
与贴装

PCB处理 供料 标准件贴装 贴装位置检测 异物检测
BGA视觉及
共面度检测



编程与仿真

复杂布局定义

当前AI应用所需的处理器BGA，普遍具备数千颗焊球；新一代元器件焊球
数量将突破20,000颗，且呈不规则排布，封装描述难度极大。

创建贴装程序 ASMPT助力HPC制造：一体化SMT生产及机内检测

复杂高密度电路板的编程方案

零缺陷装配工艺，从编程开始。

创建贴装程序
BGA拾取
与贴装

PCB处理 供料 标准件贴装 贴装位置检测 异物检测
BGA视觉及
共面度检测

WORKS软件套件优势：

●   面向工艺的离线编程

●   编程数据集中化管理

●   离线模拟虚拟生产步骤

●   支持ODB++格式数据导入

●   支持焊球描述信息导入

●   PCB正反面3D可视化，轻松
      完成顶针支撑编程

通过PCB反面的3D视图，在WORKS编程软件中
  定义支撑顶针位置

WORKS编程
 软件图形界面

   内的PCB视图

可在生产机台
  或离线工作站

   导入焊球位置
     数据



PCB传送

重载传送带

SIPLACE贴片机搭载柔性传送选件，支持超大尺寸、重
型及厚型PCB加工。

●   最大板重：10 kg

●   最大尺寸：1,520 x 560 mm

●   最大板厚：10 mm

●   可编程调控传送速度
PCB支撑

智能顶针自动支撑

为避免PCB在装配过程中出现弯曲、振动，需对板体进行可靠支撑。相较
于人工布设方式，SIPLACE智能顶针支撑系统作业效率更高，可靠性大幅
提升。

功能特点：

●   依据编程软件的参数设定，自动精准定位顶针

●   3D可视化在编程阶段即可提前检测、避免与敏感元器件碰撞

●   所有顶针的位置与高度均被全程实时监测

创建贴装程序
BGA拾取
与贴装

PCB处理 供料 标准件贴装 贴装位置检测 异物检测
BGA视觉及
共面度检测

ASMPT助力HPC制造：一体化SMT生产及机内检测PCB处理

大尺寸、重型及厚型PCB处理能力

SIPLACE解决方案可实现全流程稳定加工大尺寸电路板。

重载传送系统，保障PCB稳定输送，
  板体平直、定位精准

支撑顶针自动布设，
 位置全程实时监测



贴装从微型无源SMD(如016008M芯片)到大尺寸重型BGA的
各类元器件，需要智能供料方案。

盘装供料

SIPLACE华夫盘交换器

SIPLACE华夫盘交换器(WPC)是大型异形
件供料的高效方案。

华夫盘交换器WPC的功能特点：

●   自动快速更换托盘

●   可实现托盘不间断补料

●   完整的上料验证与追溯

卷装供料

SIPLACE智能供料器

SIPLACE智能供料器是专为柔性生产环境设计的智能卷装供料模块。

●   非接触式数据与电力传输

●   免维护卷装供料模块

●   自动校准取料位置

●   自动补偿取料偏移

全品类元器件供料方案

创建贴装程序
BGA拾取
与贴装

PCB处理 供料 标准件贴装 贴装位置检测 异物检测
BGA视觉及
共面度检测

供料 ASMPT助力HPC制造：一体化SMT生产及机内检测

●   自动检测接料

●   自动学习步距

●   唯一ID，确保上料验证可靠

●   支持1 mm步距

SIPLACE智能供料器：精准、智能、
  轻便、无线、免维护。

SIPLACE WPC结构紧凑、节省空间，可实现盘装料不停机连续
  供应。

SIPLACE华夫盘交换器(WPC)

规格

占用供料器站位

华夫盘载具尺寸(长×宽×厚) 

华夫盘可用尺寸(长×宽×厚) 

存储容量

含元器件WPC总高度
托盘更换时间

性能

30

360 × 260 × 6 mm

347 × 235 × 15 mm

最高28个料托盘载具

最高45 mm

约1.9秒(层级1更换)



出色的灵活性

CPP贴装头

CPP贴装头可依据软件指令，在三种
不同贴装模式间自如切换。

●   单款贴装头集成高速贴装能力与
      宽泛元件适配范围，可优化产线
      平衡，消除生产瓶颈

●   支持收集贴装、拾取贴装、混合
      贴装模式

●   收集贴装模式下，可贴装最大尺
      寸 27 x 27 mm的元器件

●   拾取贴装模式下，同一贴装头可
      贴装最大尺寸 40 x 50 mm的元
      器件

卓越的速度

CP20贴装头

CP20适用于SMT产线前段标准件高
速贴装，是理想的收集贴装头。

●   20个独立分段式旋转头，支持偏
      移校正与全角度贴装

●   元器件专属成像参数，可在单次
     贴装头旋转周期内，实现任意角
      度的高密度贴装

●   可对016008M规格至 8.2 x 8.2 mm
      尺寸元器件实现超高速贴装

●   精准 监 测 Z轴位移，完成PCB翘
      曲变形补偿

SIPLACE贴装头可实现卓越的贴装精度，具
有先进的工艺控制功能：

●   器件在位检测

●   取料前偏移补偿

●   吸嘴尖端污染检查

●   元器件高度测量

●   采用软件控制的可编程贴装工艺，精准调    
      控贴装压力

创建贴装程序
BGA拾取
与贴装

PCB处理 供料 标准件贴装 贴装位置检测 异物检测
BGA视觉及
共面度检测

标准件贴装 ASMPT助力HPC制造：一体化SMT生产及机内检测

高速贴装标准件

ASMPT贴装头是实现标准件高性能、出色灵活性贴装的核心部件。



机内质量管控

视觉检测

SIPLACE贴片机配备高性能PCB相
机，可检测已贴装元器件。

检测项目：

●   元器件在位检测

●   检查元器件贴装位置是否在规定
      公差内

检测位置：

●   贴装完成后，直接在机内检测

●   在同一贴片机内、后续元器件贴
      装前开展检测

HPC应用案例：

●   通常在BGA下方贴装垫片(薄圆
      片)

●   防止连锡短路：维持元器件底部
      最小间隙，避免BGA边角翘曲引
      发短路

●   垫片贴装后，需核查其是否在位、
      位置是否正确

●   只有验证合格后，方可进行BGA
      贴装

贴装高价值BGA前，必须确认下方元器件是否在位，并验证其贴
装精度。

创建贴装程序
BGA拾取
与贴装

PCB处理 供料 标准件贴装 贴装位置检测 异物检测
BGA视觉及
共面度检测

贴装位置检测 ASMPT助力HPC制造：一体化SMT生产及机内检测

贴装后元器件的验证

回流焊后BGA显微成像：
  焊球及垫片 垫片贴装的作用原理

无刚性支撑垫片

加装刚性支撑垫片

贴装后

回流焊过程中：BGA翘曲变形挤压焊锡镀层

回流焊后：边角位置出现连锡短路

贴装后

回流焊过程中：垫片支撑BGA，避免焊膏被挤压

回流焊后：焊接状态良好，无短路



异物检测

规避缺陷

SIPLACE贴片机配备高分辨率检测系
统，实现高可靠生产管控。

●   贴装前，利用PCB相机检测屏蔽
      罩、BGA底部等预设区域

●   关键元器件贴装前，系统即刻检
      查目标贴装位置是否存在异物

●   支持按需检测

●   最大检测区域 175 × 175 mm

●   可选配板载PCB检测软件

数万颗直径0.5–0.6 mm、间距0.8–1.0 mm的焊球，使BGA贴装为关键工
艺，需严格保证贴装区域无异物。

创建贴装程序
BGA拾取
与贴装

PCB处理 供料 标准件贴装 贴装位置检测 异物检测
BGA视觉及
共面度检测

异物检测 ASMPT助力HPC制造：一体化SMT生产及机内检测

贴装区的异物检测

板载PCB检测：
识别纤维类异物

板载PCB检测 
     3D成像图

板载PCB检测异物



BGA高阶贴装工艺

TWIN VHF超高压力贴装头

TWIN VHF(超高压力型)专为超大尺
寸、异形元器件开发。

●   最大元器件尺寸 175 x 175 mm

●   最大元器件重量650 g

●   全轴独立可编程

●   多款专用吸嘴及夹爪，几乎适配
      各类形状的元器件

●   吸嘴设计避让禁贴区域(如处理器
      顶部)

BGA拾取与贴装是HPC服务器主板组装末道工序。搭配高性能贴装头、专用
吸嘴及精密工艺管控，实现可靠贴装。

创建贴装程序
BGA拾取
与贴装

PCB处理 供料 标准件贴装 贴装位置检测 异物检测
BGA视觉及
共面度检测

BGA拾取
与贴装 ASMPT助力HPC制造：一体化SMT生产及机内检测

大尺寸高价值BGA的安全贴装

仅外圈拾取专用吸嘴

下一代AI加速器 
(集成1颗CPU与2颗GPU)示意图

TWIN VHF超高压力贴装头助力复杂BGA实现全新组装工艺

高速交换机共封装
  光学(CPO)元器件示意图

高速交换机共封装
  光学(CPO)元器件示意图



创建贴装程序
BGA拾取
与贴装

PCB处理 供料 标准件贴装 贴装位置检测 异物检测
BGA视觉及
共面度检测

ASMPT助力HPC制造：一体化SMT生产及机内检测BGA视觉及
共面度检测

高密度BGA焊膏可靠连接保障

BGA拾取贴装全程视觉检测，实现末道工序零
缺陷管控。

视觉检测

BGA检测

新一代BGA对视觉检测提出更高要
求。

SIPLACE高分辨率相机可为复杂元器
件提供全套检测能力。

六角度光源 + 特征识别算法，保障
检测稳定可重复。

●   可稳定完成50,000 + 颗焊球的视觉检测

●   支持检测项目：
                    ●        连接缺失 / 焊球缺陷
                    ●        焊球尺寸异常
                    ●        焊球位置偏移
                    ●        底部贴装电容检测
                    ●        条形码 / 数据矩阵码读取
                    ●        定位标记确认

●   测量数据与相机图像可存储、分析

共面度检测

确保全部焊盘有效接触

3D共面度检测模块，保障所有连接
点均可与焊膏有效接触。

测量原理：

●   采用激光三角法进行高度轮廓测
      量 

●   计算元器件贴装基准平面

●   确认全部连接点可与焊膏充分接
      触

●   支持50,000 + 颗焊球检测

高球数且底面带电容的BGA

3D共面度测量结果在 
机器界面实时显示

SIPLACE贴片机对BGA进行3D共面度检测 检测原理：激光三角法

56型元器件相机

3D共面度模块

规格

视场范围

最小元器件尺寸

最大元器件尺寸

最小引脚间距

最小引脚宽度

最小焊球间距

最小焊球直径

规格

元器件尺寸

高度分辨率

最小引脚间距

最小引脚宽度

最小焊球间距

最小焊球直径

性能

最大200 × 200 mm

性能
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SIPLACE面向高性能计算(HPC)制造的解决方案

HPC产线典型设备规格。

贴片机

SIPLACE X S贴片机 SIPLACE SX贴片机

规格

贴装头

最大元器件尺寸

元器件重量

供料器容量

托盘供料

PCB尺寸(长×宽×厚)

PCB重量

选配项：

软件：

CP20 / CPP / TWIN

120 × 120 mm

最高160 g

160个8毫米供料器

华夫盘交换器不间断补料或矩阵式托盘装置

850 × 685 × 10 mm

高达10 kg

智能顶针支撑

3D共面度检测模块

板载PCB检测

OSC套件

规格

贴装头

最大元器件尺寸 1

元器件重量 2

供料器容量

托盘供料

PCB尺寸(长×宽×厚)

PCB重量

选配项：

软件：

CP20 / CPP / TWIN / TWIN VHF

175 × 175 mm

高达650 g

120个8毫米供料器

华夫盘交换器不间断补料

1,525 × 560 × 10 mm

高达10 kg

智能顶针支撑

3D共面度检测模块

板载PCB检测

OSC套件

¹ 即将推出240 × 240 mm规格    ² 即将推出最重2.0 kg规格
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